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高通发布手机芯片、智能驾驶、

元宇宙等解决方案

将承担涨价压力

此次晶圆代工厂的结构性价格
调整，给上游设计企业带来了不小的
困扰。据了解，晶圆代工上调价格的
原因主要有两点：其一，由于硅片、光
刻胶、电子特气等材料持续涨价，芯
片制造成本上升。其二，尽管如今手
机、PC等大众消费电子的市场需求
均有所下降，但汽车电子与工业电子
等市场需求依然维持高位，且预计晶
圆代工产业繁荣期将延续至2022下
半年。

台积电相关人士向《中国电子
报》记者表示，整体经济形势会对消
费者的购买力产生一定影响，例如，
智能手机、电脑等终端市场的需求量
会有一定下滑，但其他终端市场的需

求依旧强劲。台积电预测，2022年第
二季度，高性能计算及汽车行业的需
求将有所增长，并抵消智能手机市场
的周期性下滑。

此次晶圆代工市场的结构性价
格调整，虽不会给英伟达、AMD、高
通等在市场中占有绝对话语权和议
价权的 IC 设计公司造成太大的影
响，却会给以中低端消费电子市场为
主的、且正处于发展阶段的IC设计
企业带来不小的挑战。

市场调研机构 Canalys 数据显
示，2022年第一季度，全球智能手机
出货量达到 3.112 亿台，同比下降
11%。同时，IDC数据显示，2022年第
一季度全球 PC 出货量达 8050 万
台，同比下降 5.1%。因此，众多以中
低端消费电子市场为主的中小型IC
设计企业，开始对其出货量进行调

整。然而此时，晶圆代工价格的结构
性上涨，会增加IC设计企业的成本。
这也使得 IC 设计公司陷入了两难的
境地。

对于一些正处于发展阶段的 IC
设计公司而言，若在市场下行阶段上
调价格，往往会造成与客户关系破
裂。因此，对于此类公司而言，只能选
择自己来承担涨价带来的影响，即用
降低利润的方式，来应对此次的市场
波动。

能否转“危”为“机”

对于正处于发展阶段的 IC 设计
企业而言，此次市场变动，无疑会给企
业营收带来负面影响。但也有专家指
出，若处理得当，或许能在市场变动中
转“危”为“机”。

首先，企业可在市场波动期，通
过不给客户涨价的方式，加强与客
户的绑定关系。华封科技战略分析
规划部副总监吕芃浩向《中国电子
报》记者表示，在面对市场波动时，
一些 IC 设计企业只能选择牺牲利
润的方式来自行承担涨价带来的负
面影响，这一举措，意味着IC设计
企业并没有让客户来承受市场波动
带来的挑战，有利于加深企业与客
户之间的关系。

“对于正处于发展阶段的IC设
计企业而言，维护客户关系十分重
要。与客户建立深厚的关系，意味着
客户对IC企业将有更多包容性，也
意味着企业将能获得更多试错的机
会，有助于企业技术的提升。”吕芃
浩向《中国电子报》记者表示。

其次，市场波动有助于激励发
展中的IC设计企业开辟新赛道。如
今，中低端消费电子市场已经趋于
饱和状态，市场增长缓慢，且竞争
十分激烈。对于发展中的 IC 设计
企业，开辟新的市场，也不失为一
种权宜之计。台积电相关负责人向

《中国电子报》记者表示，汽车电
子、5G及高性能计算等相关应用，
未来将给半导体产业带来长期的
结构性增长。

“如今，中低端消费电子市场的
竞争格局已经基本稳定，龙头企业
已经基本掌握整体市场的定价权。
对于后进入市场的IC企业而言，很
难再从中获取到更多的利益。此外，
若仅发展一个领域，在面对局部性
市场波动时，往往会对企业造成更
为严重的影响。俗话说，‘不能将鸡
蛋放在一个篮子里’，企业在不能仅
深耕一个领域时，需要根据市场需
求以及企业的自身情况，适当开辟
新的赛道。”芯谋研究总监宋长庚向

《中国电子报》记者表示。
最后，对于资金相对充足的IC

设计企业而言，晶圆代工价格上涨
也是抢占市场的良机。宋长庚表示，
虽然市场缺芯的情况已经得到了缓
解，但如今仍处于结构性缺芯的状
态，而这些缺芯的应用场景也是如
今相对火爆的领域。因此，对于 IC
设计企业而言，若能在这些领域拥
有足够的产能，也意味着能有效抢
占市场的先机。

本报讯 记者张心怡报道：
在5月20日举办的高通“骁龙之
夜”上，高通发布了面向下一代
旗舰手机的“骁龙 8+”移动平
台，并公布了在汽车、XR领域
的最新进展。

能效表现是“骁龙 8+”旗
舰移动芯片的主打亮点。在CPU
性能、GPU频率分别提升10%的
基础上，“骁龙8+”实现了Adre-
no GPU功耗降低30%，CPU功
耗降低 30%。从整颗 SoC 来看，

“骁龙 8+”的整体功耗降低了
15%。

“骁龙8+”也集合了高通最
新的技术发力点。据高通公司全
球副总裁侯明娟介绍，高通打造
移动体验的重点是连接、AI、安
全、影像、游戏、音频六大技术
领域，并以此为蓝图分别推出了
相 应 的 技 术 矩 阵 。 在 “ 骁 龙
8+”平台，这些能力融合实现了
8K HDR视频录制、HDR10+格
式拍摄、超过 10 亿色捕捉等影
像特性，以及延长用户与亲朋好
友的通话时间超过5.5小时，支
持CD品质无损音质等体验。可
以说，这六项能力是高通升级移
动平台的坐标系。

据悉，搭载“骁龙8+”的商
用终端预计于2022年第三季度面
市，华硕 ROG、黑鲨、荣 耀 、
iQOO、联想、Motorola、努比
亚 、 一 加 、 OPPO、 OSOM、
realme、 红 魔 、 Redmi、 vivo、
小米和中兴等品牌的手机将率
先搭载。

本次“骁龙之夜”，高通还
推出了无线AR智能眼镜参考设
计，将此前用于连接手机和AR
眼镜的连接线移除，实现无线
XR 体验。这款无线 AR 参考设
计，搭载了 XR 专用芯片骁龙

XR2平台，在外形上比上一代缩
小40%，在人体工学上做到了更
均衡的重量分布，从而使得更长
时间的佩戴成为可能。两个mi-
cro-OLED 双目显示屏，支持
90Hz 刷新率、1920×1080 单眼
分辨率、零运动模糊 （no-mo-
tion-blur）。在连接方面，它支
持小于 3 毫秒的智能手机和 AR
眼 镜 间 的 时 延 ， 这 让 沉 浸 式
AR 体验成为可能。同时借助
FastConnect 6900 移动连接系统
解决方案，这款参考设计能提供
全 面 的 Wi-Fi 6/6E 和 蓝 牙 连
接，实现商用面市的最快速率和
更广泛的覆盖。

在 此 次 的 “ 骁 龙 之 夜 ”
上，高通还公布了其在汽车芯
片领域的进展。自动驾驶和智
能座舱等智能网联汽车技术，
也带动了汽车的电子电器架构
从分布式走向域控制器，其优
势在于汽车能通过 OTA 升级获
得最新功能。基于可扩展的软
硬件协同设计架构和汽车在生
命周期的功能升级需求，高通
推出了包含自动驾驶、座舱、
智联、车对云服务在内的骁龙数
字底盘。2021 年，高通业界推
出了第 4 代骁龙汽车数字座舱
平台，并搭载 5nm 工艺的智能
座舱芯片，首次实现汽车芯片
与旗舰手机芯片制程同步。高
通 公 司 全 球 副 总 裁 侯 明 娟 表
示，今年是骁龙智能驾驶技术
上车的元年。小鹏汽车董事长
CEO 何小鹏在演讲中表示，截
至 2022 年第一季度，采用骁龙
数字底盘的小鹏汽车累计销量已
经超过了 15 万台，搭载骁龙座
舱平台的小鹏G9即将上市，将
带来更 3D、沉浸、智能的驾乘
体验。

近日，半导体市场迎来周期性波动，市场增速放缓。同时，部分晶圆代工厂再次上调价格，
例如，近日台积电通知客户将于2023年1月起调涨晶圆代工价格5%~8%，联电、三星也有上调
价格的举动。市场需求与上游价格的同时调整，对IC设计公司，特别是中小型IC设计公司来
说，将是一次重大挑战。

本报记者 许子皓

5 月 19 日，国内高纯电子化学
品材料龙头企业多氟多发布公告
称，多氟多在经过现场审核和多轮
上线测试后，正式进入了台积电合
格供应商体系，近期将开始向台积
电批量交付高纯电子化学品。

把握机遇，不断突破

打通国内外市场

众所周知，生产芯片的第一步
是制造晶圆，而在制造晶圆的过程
中，需要用到多种高纯电子化学品
材料，其中除了最有名气的光刻胶
以外，氟化聚酰胺、高纯电子氢氟酸
等高端化学品材料同样必不可少。
但这些高纯电子化学品涉及多项关
键技术，制作难度大，目前，高纯电
子化学品材料市场几乎全被欧美、
日本企业所垄断，甚至占有率达到
了90%以上。

韩国就是一个最典型的例子。
2019年，日本宣布暂停对韩国出口
3 种半导体核心原材料的供应，使
得韩国半导体产业受到沉重打击。
但国内高纯电子化学品材料龙头企
业多氟多很快觉察到机会，凭借过
硬的产品质量和稳定的供应量，顺
利通过审核，将半导体级氢氟酸出
口到了韩国 12 英寸高端半导体企
业，成功跻身全球高纯电子化学品
材料供应链。

多氟多新材料股份有限公司董
事长李世江表示，高端半导体市场
长期以来被国外企业所垄断，我国
半导体产业发展的关键设备和八成
以上的关键原材料长期依赖进口，
严重影响了我国半导体产业的健康
有序发展。自 2015 年开始，多氟多
以半导体市场 8 英寸客户为起点，
不断创新发展，开发出具有独立知
识产权的电子级化学品生产新工
艺，开拓新市场，以电子级氢氟酸为
代表的高纯电子化学品接连取得重
要突破，并逐渐被国内国外的半导
体龙头企业所认可和使用。

多氟多立足全球电子化学品市
场，产品质量和管理水平已获得德
州仪器、韩国三星、长鑫存储等大
型半导体企业认可，打入了美韩等
跨国半导体公司的供应链，同时大
批量供应国内多条 8 英寸和 12 英
寸半导体芯片产线。近期成功进入
台积电这样一流的芯片制造企业，
更是证明了多氟多在行业内的认
可度和影响力正在不断地巩固和
提高。

深耕技术，精益求精

跻身尖端供应链

多氟多作为国内高纯电子化学
品材料的领军企业，正如其名，深耕
高端氟化工材料生产技术10余年，
其拳头产品——电子级氢氟酸主要
用于集成电路和超大规模集成电路
芯片的清洗和刻蚀工序。有数据显
示，到 2026 年仅在中国大陆，半导
体电子氢氟酸以及相关的缓冲刻蚀
液产品市场的需求就将超过 5 万
吨/年，市场前景非常广阔。李世江
介绍说，多氟多在超净高纯电子化
学品的研发生产过程中，突破了工
艺技术、分析检测技术、超净化处理
技术、包装容器的清洗技术及标准
化技术等关键技术，所生产的电子
级氢氟酸品质达到 UP-SSS 级，产
品纯度达到PPT级，是目前半导体
用电子级氢氟酸的最高级别，能够
满足目前最先进工艺制程对材料的
要求，处于国际一流水平。

李世江表示，因为台积电对于
供应商的审查非常严格，为此多氟
多高度重视、充分准备，成立了总经
理挂帅的审核工作推进领导小组统
筹具体工作，严格按照台积电的要

求对整个体系进行完善提升。审核
一共分为三个阶段，分别是文件审
核、现场稽核、产品验证。最终，多氟
多经过了两年多的时间完成了整个
审核过程，依靠过硬的技术、创新的
成果及稳定的品质通过了台积电的
验证，成为合格供应商并开始批量
供货。

干湿并进，产能升级

保障全球供应需求

不仅是电子级氢氟酸这类的湿
电子级化学品，多氟多在干电子化学
品上同样成绩斐然，多氟多的子公司
——中宁硅业的高纯硅烷、乙硅烷、
高纯四氟化硅、纳米硅粉等产品已
进入国内知名半导体企业供应链。
在多氟多 2021 年定增 11.5 亿元募
投项目中显示，多氟多正在建设年
产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸、
年产 3 万吨超净高纯湿电子化学
品、100 吨高纯乙硅烷、100 吨高纯
氟氮混合气、300吨高纯四氟化硅等
项目。这些项目将于今年下半年陆
续建成投产，并根据市场情况逐步
释放产能，以更好地满足半导体产业
对电子化学品持续增长的需求。

多氟多新材料股份有限公司副
总经理王泽国表示，多氟多的定位
是全球半导体的综合化学品服务
商，目前已经打破了国外对超净高
纯电子化学品技术封锁和市场垄
断，满足了集成电路产业对高纯电
子级氢氟酸需求，解决了重点领域
卡脖子问题，提升了我国基础关键
新材料制造水平和自给保障能力，
对我国集成电路配套电子化学品行
业创新能力和发展质量的提升提供
了有力支撑。

多氟多成功牵手台积电多氟多成功牵手台积电

半导体关键原材料实现本土化半导体关键原材料实现本土化


